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DESCRIPCION
Tarjeta inteligente.

La invencion se refiere a un procedimiento para la fabricacion de médulos de chip para tarjetas inteligentes dotadas
de contactos que presentan uno de tales modulos de chip (elemento de soporte para el chip/médulo de circuitos
integrados) con superficies de contacto conductoras de la electricidad. Estas superficies de contacto estan unidas
conduciendo la electricidad a puntos de conexiéon correspondientes del médulo de circuitos integrados, de manera
que con ello se posibilita la comunicacion del médulo de circuitos integrados con aparatos correspondientes
(terminales de tarjetas inteligentes/autématas). EI médulo de chip es fijado en una escotadura del cuerpo de la
tarjeta abierta por la cara delantera de la misma. La superficie superior del médulo de chip esta asi constituida por
una metalizaciéon estructurada que forma superficies de contacto conductoras de la electricidad con espacios
intermedios (lineas) aislantes. Las superficies de contacto estan dispuestas en el plano de la cara delantera de la
tarjeta desplazadas minimamente (aproximadamente + 0,1 mm) respecto a esta.

Las tarjetas inteligentes de este tipo han encontrado ya una gran difusién en forma de tarjetas de teléfono, tarjetas
de seguro médico, tarjetas GSM, tarjetas de banco o de crédito.

El disefio de estas tarjetas (cara delantera y cara trasera de la tarjeta) esta configurado de forma complicada. Asi, la
superficie superior visible del médulo de chip con sus superficies de contacto resulta un cuerpo extrafo en el disefio
de la cara delantera de la tarjeta, con lo que la apariencia visual se ve influida desfavorablemente y se reducen las
posibilidades de configuracion del disefio. Las superficies de contacto presentan una metalizacion de oro, plata o
paladio, teniendo la metalizacién de paladio un color plateado. Estos metales son muy adecuados para la formacion
de superficies de contacto, ya que por un lado son quimicamente muy inertes, es decir en particular no se oxidan ni
corroen y con ellos, por otro lado, se pueden conseguir resistencias de transiciéon muy bajas en los contactos de los
terminales de tarjetas inteligentes. Ademas el oro y el paladio, en particular con aditivos de aleacion especiales,
poseen una alta resistencia al desgaste. Por estas razones se emplea hoy en dia casi exclusivamente oro o paladio
para las superficies de contacto de tarjetas inteligentes. Por tanto, para la configuracion del disefio la eleccion es
solo entre un médulo de chip con superficie superior de color dorado o plateado.

Por el documento WO 94/02 912 es conocido un campo de contacto dispuesto en una tarjeta de memoria que esta
dotado de un simbolo de representacion conductor de la electricidad integrado, por ejemplo en forma de corneta de
posta. Con ello se pretende mejorar la seguridad frente a falsificacion de la tarjeta de memoria, ya que un falsificador
de tarjetas no puede facilmente colocar el simbolo de representacion en el campo de contacto. La colocacion del
caracter grafico o simbolo de representacion en el campo de contacto se realiza con una mascara correspondiente.

Por el documento DE 43 28 469 A1 es conocida una tarjeta de circuitos integrados con un médulo integrado. Una
capa adhesiva realizada coloreada sirve aqui para la fijacion de un médulo de chip.

Por el documento FR 26 95 234 A1 es conocido otro procedimiento de marcado para el contacto de una tarjeta
inteligente.

El objeto de la invencidon es, por tanto, conseguir otro procedimiento para la fabricacion de médulos de chip para
tarjetas inteligentes en el que la superficie superior del modulo de chip pueda ser adaptada a la configuracion de
disefio de la cara delantera de la tarjeta, es decir, pueda ser integrada como superficie superior dentro del disefio, de
manera que se amplien las posibilidades de configuracion para la apariencia visual de la tarjeta inteligente.

Puesto que en cuanto a las tarjetas inteligentes se trata de un soporte de datos sensible y medios de
almacenamiento de valor monetario, en la solucidon de este objeto hay que tener en cuenta especialmente que no
sea menoscabada la seguridad técnica. Puesto que ademas en cuanto a las tarjetas inteligentes se trata de un
articulo de consumo producido en grandes cantidades es igualmente muy importante que la solucién sea barata.

Este objeto se lleva a cabo por las caracteristicas de la reivindicacion 1. La reivindicacion incluye una realizacion
ventajosa de la invencion.

En virtud de los dibujos adjuntos se explicara en detalle la invencidon a continuacion, aunque los objetos
representados en las figuras 12 a 14 no pertenecen a la invencion reivindicada, sino que sirven solo para facilitar la
comprensién de la invencion.

La Fig. 1 muestra una vista en planta desde arriba de una tarjeta inteligente (1) estandar con el médulo de chip (2)
empotrado en su interior y sus superficies de contacto eléctrico (20A). En la Fig. 2 esta representado a escala
ampliada un fragmento de la tarjeta (1) de la Fig. 1 en la zona del médulo de chip (2). La superficie superior del
moddulo de chip (2) esta constituida por una metalizacion (20) estructurada que forma las superficies de contacto
(20A) conductoras de la electricidad con espacios intermedios (lineas, 22A) aislantes. Las figuras 3 y 4 muestran lo
mismo pero con otra estructuracion de las superficies de contacto (20A).

La metalizacion (20) que es aplicada sobre un sustrato (21) de plastico no conductor (véase la Fig. 9) esta formada
tipicamente por una capa de cobre laminada sobre el sustrato de plastico (21), una capa de niquel separada
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galvanicamente sobre ella y una capa de oro o paladio también separada sobre ella. La capa de cobre tiene
tipicamente un espesor de 35 ym, la capa de niquel un espesor de 15 ym y la capa de oro o paladio un espesor de 2
pm.

El producto intermedio para la fabricacién de médulos de chip (2) es una banda de sustrato de plastico, sobre la que
es aplicada una pluralidad de unidades de superficie de contacto.

Segun una variante de solucién que no pertenece a la invencion reivindicada y que aqui solo sera indicada para
facilitar la comprension de la invencion, el color de las superficies de contacto (20A) es ajustado de forma selectiva
introduciendo este producto intermedio en un bafio de coloracién (solucion colorante). El color de las superficies de
contacto (20A) es producido asi por una reaccion quimica en la superficie superior y/o en la zona cercana a la
superficie superior de la metalizacion (20) (espesor de la capa de reaccion < 1 um). Esto puede ser realizado en un
procedimiento puramente de inmersion, es decir sin empleo de una fuente de corriente externa, o en procedimiento
electrolitico/galvanico, es decir empleando una fuente de corriente externa.

Para la coloraciéon en verde de una superficie superior de contacto de oro puede ser empleada por ejemplo la
siguiente solucion colorante: (véase por ejemplo: Handbuch der Galvanotechnik, de Carl Hanser Verlag, Miinchen
1969, Volumen lll, pags. 291,292.

Nitrato de potasio (30 % en peso) KNO3

Sulfato de hierro (Il) (10 % en peso) FeSO, * 7H0O
Sulfato de zinc (5% en peso) ZnSO4* 7TH0
Sulfato aluminico potasico (5 % en peso) KAI(SO4)2 * 12H, O
Agua (50% en peso) H>O

Los parametros de coloracién, como la temperatura, duracion de la coloracion, agitacion (conveccion) son adaptados
de forma o6ptima en cada caso a las condiciones especificas; por tanto, por empleo de soluciones de coloraciéon
especiales para cada caso puede ser cubierto en conjunto un amplio espectro de colores.

La coloracion no esta limitada a las superficies de contacto de oro, paladio o plata. Igualmente se pueden colorear
otras metalizaciones (20) y ser empleadas como capa externa de superficie de contacto.

Por la coloraciéon no se ven influidas de forma desfavorable propiedades funcionales tales como la resistencia
quimica, la conductibilidad, la resistencia a la abrasion y la resistencia a la luz.

Por recubrimiento selectivo (pasivacion) de la metalizacion (20) por sustancia fotorresistente antes de la introduccion
en una soluciéon colorante es posible fabricar superficies de contacto (20A) de diferentes colores, lo que
naturalmente también incluye diferentes colores sobre una superficie de contacto. Con fines de ilustracion se
explicaran brevemente a modo de ejemplo las etapas de procedimiento para la fabricaciéon de un modelo de rayas
de dos colores:

1. Aplicacion de la sustancia fotorresistente por toda la superficie, 2. lluminacién con la mascara de modelo de rayas
para el primer color, 3. Eliminaciéon de la sustancia fotorresistente no fijada, 4. Introduccion en el primer bafio de
coloracién, 5. Tratamiento posterior del primer proceso de coloracién, 6. Aplicacién por toda la superficie de la
sustancia fotorresistente, 7. lluminacién con la mascara de modelo de rayas complementaria a la primera mascara
para el segundo color, 8. Eliminacién de la sustancia fotorresistente no fijada, 9. Introduccién en la segunda solucion
de coloracion, 10. Tratamiento posterior del segundo proceso de coloracion. Con el mismo procedimiento,
naturalmente, se pueden aplicar en otras etapas tres o mas colores.

Por aditivos indisolubles en la solucidn colorante puede conseguirse una textura aterciopelada de la metalizacion
(20).

Hay que hacer notar ademas que la variante de disolucion descrita anteriormente se puede emplear también en el
caso de superficies de contacto (20A) con la técnica llamada de marco de conductores. En este caso la metalizacion
(20) que forma las superficies de contacto (20A) no esta aplicada sobre un sustrato de plastico.

Segun la invencion, por el contrario, esta previsto que la metalizacién del médulo de chip presente al menos dos
zonas superficiales cuya capa visible esté formada por diferentes metales y/o aleaciones de metal con propiedades
de reflexion y absorcion de la luz respectivas diferentes. En la fabricacion de médulos de chip para tales tarjetas
inteligentes se procede como sigue: un sustrato de plastico que sirve para la fabricacion de modulos de chip (2)
sobre el que se ha aplicado una metalizacion base (201, 202) para una pluralidad de médulos de chip, es introducido
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en un bafo galvanico donde son formadas las diferentes zonas superficiales (20*, 20**), respectivamente, por
separacion galvanica con ayuda de recubrimiento selectivo (pasivacion).

En la figura 18 esta representado a escala ampliada un fragmento de la tarjeta (1) en la zona del modulo de chip (2).
La superficie superior del médulo de chip esta constituida por una metalizacion (20) estructurada que forma las
superficies de contacto (20A) conductoras de la electricidad. La metalizacion presenta asi dos zonas superficiales de
diferentes metales y/o aleaciones de metal con diferentes propiedades de reflexion y absorcion de la luz. En la Fig.
19 esta representada una estructura de capas de la metalizacion (20). Sobre un sustrato de plastico (22) no
conductor con una capa de cobre laminada (201) es separada galvanicamente una capa (202), por ejemplo una
capa de niquel, como barrera de difusion. Con ayuda de recubrimiento selectivo (pasivacion) mediante una
sustancia fotorresistente es posible aplicar sobre diferentes zonas superficiales (20*, 20**) de la capa de niquel (202)
diferentes metales y/o aleaciones de metal. La metalizacién base puede también estar formada por tres capas (por
ejemplo cobre, niquel y oro).

En una primera forma de realizacién (véase la Fig. 19) las zonas superficiales de diferentes colores estan situadas
en un plano.

En una segunda forma de realizacion (véanse las figuras 20, 21, 22) la segunda zona superficial (20**) esta
realizada elevada respecto a la primera. Asimismo la segunda zona superficial elevada esta realizada, por ejemplo,
en un caso como un logotipo de empresa (Fig. 20) y en otro caso como simbolo monetario (Fig. 21). Para ello en
una primera etapa es aplicada sobre toda la superficie de la metalizacién base (201, 202) una primera capa de metal
o aleacion de metal (20*) con determinadas propiedades de reflexion y absorcion de la luz. En una segunda etapa es
aplicada galvanicamente sobre una o varias zonas parciales de la primera capa de metal o aleacion de metal (20%)
una segunda capa de metal o aleacién de metal (20**) con propiedades de reflexion y absorcion de la luz diferentes
a las de la primera capa de metal o aleacion de metal para la formacion de la segunda zona superficial (20*).

En una tercera forma de realizacion (no representada) la primera zona superficial (20*) esta elevada respecto a la
segunda zona de superficial (20**). Para ello en una primera etapa es aplicada por toda la superficie de una
metalizacion base (201, 202) una primera capa de metal o de aleacidon de metal con determinadas propiedades de
reflexion y absorcion de la luz. En una segunda etapa sobre la primera capa de metal o aleacion de metal es
aplicada galvanicamente por toda la superficie una segunda capa de metal o aleacién de metal con propiedades de
reflexion y absorcion de la luz diferentes a las de la primera capa de metal o aleacion de metal para la formacion de
la segunda zona superficial (20**). En una tercera etapa es eliminada localmente la segunda capa metalica o de
aleacion de metal (20**) por un proceso electroquimico (por ejemplo un proceso de decapado), de manera que se
hace visible la primera capa de metal o aleaciéon de metal situada por debajo.

A continuacion se describen formas de realizacion ventajosas para la realizacion coloreada de la superficie superior
visible del moédulo de chip.

Por motivos de estandarizacion en la 1ISO 7816-2 estan predeterminados la posicion y el tamafio minimo de las
superficies de contacto normalizadas (20B), de acuerdo con ella las superficies de contacto normalizadas (20B) no
deben tener un tamafio inferior a 2 mm x 1,7 mm. Estas superficies de contacto normalizadas (20B) estan dibujadas
con lineas de trazos en las figuras 2 y 4. Para la realizacion de las superficies de contacto (20A) estan previstos en
la metalizacion (20) espacios intermedios (lineas 22A) aislantes. Segun la invencion se emplea ahora un sustrato de
plastico (21) coloreado que es visible a través de los espacios intermedios libres (lineas, 22A) aislantes (véase
también la Fig. 9). Coloreado puede ser también en este sentido un sustrato de plastico (21) fluorescente. Para el
sustrato de plastico (21) pueden ser empleados los materiales mas diversos: por ejemplo cloruro de polivinilo (PVC),
polietileno, resina epoxi reforzada con fibra de vidrio o similares.

Para un observador (véase la Fig. 16) que mire a la tarjeta (1) con un angulo mayor de a4 respecto a las superficies
de contacto (20A), ya no es visible el sustrato de plastico (21) coloreado debido a la sombra producida por la
metalizacion (20). En el ejemplo representado en la Fig.16 (ancho del espacio intermedio aislante: 200 pm; espesor
de capa de la metalizacion completa: 50 um) este angulo de sombra total es de 16°, es decir en una zona angular
visual desde la vista transversal (90°) hasta un angulo visual de 16° el sustrato de plastico (21) coloreado es visible
al menos parcialmente. El angulo visual, en el que se entra en semisombra se designa con az. En la disposicion
representada en la Fig. 16 este angulo (a2) es de 30°. Alli es claro que en un rango de angulo visual relativamente
grande de 60° el sustrato de plastico (21) coloreado sigue siendo visible hasta la mitad.

Adicionalmente a los espacios intermedios (lineas 22A) aislantes pueden estar previstos otros espacios intermedios
libres (22B) a través de los cuales sea igualmente visible el sustrato de plastico (21) coloreado.

Con esta variante de realizacion se pueden realizar diferentes configuraciones de disefio.

En la Fig. 5 se muestra un fragmento de una vista en planta desde arriba de una tarjeta inteligente (1) con un modelo
de guilloqueado (3). Las lineas que forman el modelo de guilloqueado (3) se extienden sobre la metalizacion (20)
que forma las superficies de contacto (20A) como lineas aislantes (22A) entre las superficies de contacto
normalizadas (20B). Si se elige para las lineas (3) impresas sobre el cuerpo (1A) de la tarjeta por ejemplo el color
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rojo, entonces se toma correspondientemente un sustrato de plastico (21) rojo. En relacién con las superficies de
contacto coloreadas segun la invencion puede conseguirse por toda la cara de la tarjeta, incluyendo la superficie
superior del médulo de chip, un color uniforme detras del modelo de guilloqueado (3). La superficie superior del
modulo de chip (2) esta por tanto integrada en el disefio de la tarjeta y no representa un cuerpo extrafio. Ademas se
tiene asi una medida considerable de seguridad frente a falsificacion adicional, ya que este médulo de chip (2) con
su superficie superior estructurada especificamente para un tipo de tarjeta y con configuracion coloreada generaria
desconfianza cuando fuera insertado en otro cuerpo de tarjeta.

En la Fig. 6 esta representada otra configuracion de disefio. EI motivo es una rueda con radios, extendiéndose los
radios como espacios intermedios (lineas, 22A) aislantes entre las superficies de contacto normalizadas (1A). Una
adaptacion de color entre las porciones de motivo impresas sobre el cuerpo (1A) de la tarjeta y las porciones de
motivo por la superficie superior del modulo de chip (2) es posible sin problemas.

En la Fig. 7 esta representada otra configuracion de disefio. El motivo es aqui un logotipo de empresa, habiendo
sido aplicado respectivamente por las dos caras del médulo de chip (2) una letra por la cara delantera de la tarjeta y
las ofras dos letras estan formadas por espacios intermedios (22B) adicionales en la metalizacion (20). Por seleccion
de un sustrato de plastico (21) correspondientemente coloreado es posible también aqui sin problemas una
adaptacion de color.

En otra variante de realizacion el sustrato de plastico (21) es total o parcialmente transparente. Por la cara mas
alejada de la metalizacion (20) (cara trasera) del sustrato de plastico (21) estan aplicados uno o varios modelos de
color (23), de manera que los modelos de color (23) son visibles a través del sustrato de plastico (21) y los espacios
intermedios (22A, 22B) libres (véanse las figuras 8, 15, 17). En la Fig. 8 esta representada una configuracion de
disefio que puede ser realizada técnicamente con esta variante de realizacion. Como motivo se han elegido los
anillos olimpicos, de modo que dos segmentos de anillo se extienden como espacios intermedios (lineas, 22A)
aislantes sobre la metalizacion (20). Los segmentos de anillo aplicados sobre la cara trasera del sustrato de plastico
(21) estan realizados con diferentes colores. Correspondiendo a los otros espacios intermedios (lineas, 22A)
aislantes la cara trasera del sustrato de plastico (21) estan impresa con color dorado, que corresponde al color de
las superficies de contacto (20A) doradas, de manera que estos espacios intermedios (lineas, 22A) no se desvian
del color de la metalizacion (20). De esta forma el médulo de chip (2) se puede ocultar en el disefio de la tarjeta. Los
modelos de color (23) pueden ser también impresos o depositados por bombardeo i6nico por la cara trasera del
sustrato de plastico (21).

También aqui se puede indicar de nuevo un angulo de sombra total (a) y un angulo de semisombra (a;) para la
percepcion visual del modelo de color (23) aplicado sobre la cara trasera del sustrato de plastico (21) (véase la Fig.
17).

En el ejemplo representado en la Fig. 17 (ancho del espacio intermedio aislante: 200 um; espesor de capa de la
metalizacion: 50 ym; espesor del sustrato de plastico transparente: 50 ym) el angulo de sombra total (a4) es de 60° y
un angulo de semisombra (a2) es de 50°. Asi, también en este caso el motivo de color es visible a través de los
espacios intermedios (22A) aislantes en un rango de angulo visual relativamente grande desde 40° hasta la mitad.

En otra variante de realizacion es introducido color (24) en los espacios intermedios (lineas, 22A) aislantes en la
metalizacion (20) (véase la Fig. 11).

En otra variante de realizacidon que no pertenece a la invencion reivindicada y que aqui solo es indicada para facilitar
la compresion de la invencion, la metalizacion (20) que forma las superficies de contacto (20A) para influir de forma
selectiva en la reflexion de la luz presenta estructuras (25) elevadas en el rango micrométrico y/o submicrométrico
que pueden ser estampadas en la metalizacion (20) y pueden ser formadas por separacion metalica galvanica. La
Fig. 12 muestra, por ejemplo, un logotipo de empresa que se presenta como estructura elevada (25) sobre la
metalizacion (25). La Fig. 13 muestra un corte a través de la tarjeta inteligente (1) en la zona de esta estructura (25)
elevada. Las estructuras (25) elevadas pueden también estar realizadas como relieve superficial que corresponda a
un holograma de arco iris. También son posibles, por ejemplo, estructuras imbricadas que generen reflejos de luz
irisada multicolor (véase la Fig. 14).

Finalmente las figuras 9 y 10 se explicaran otra vez en detalle para la aclaracion de la estructura de un moédulo de
chip (2).

En la Fig. 9 esta representado un médulo de chip (2) implantado en cuerpo (1) de tarjeta. EI médulo de chip (2) esta
formado por las superficies de contacto (20A) que estan unidas conduciendo la electricidad a los puntos de conexion
(26A) del madulo de circuitos integrados (26) mediante hilos de conexion (27). El médulo de circuitos integrados (26)
y los hilos de conexion (27), asi como los lugares de conexion (26A) de los hilos de conexion (27) en el moédulo de
circuitos integrados (26) y en las superficies de contacto (20A) estan rodeados con una masa de relleno (28) para la
proteccion frente a cargas mecanicas , oxidacion y humedad. El médulo de circuitos integrados (26) esta insertado
en una escotadura central del sustrato de plastico (21) y fijado con un adhesivo, preferentemente un adhesivo
conductor de la electricidad sobre una superficie de contacto (20A) conectada a masa. Para el paso de los hilos de
conexion (27) hacia las superficies de contacto (20A) el sustrato de plastico (21) presenta orificios de acceso de
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contacto (29A). El médulo de chip (2) esta fijado con una capa termoadhesiva (4) en una escotadura (1B) del cuerpo
de tarjeta (1A). También esta capa termoadhesiva (4) puede ser coloreada segun la invencion. En la Fig. 10 el
moddulo de circuitos integrados (26) esta fijado sobre el sustrato de plastico (21). Los hilos de conexion (27) estan
unidos eléctricamente a las superficies de contacto (20A) mediante contactos pasantes (29B).
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la fabricacion de médulos de chip para tarjetas inteligentes, en el que un sustrato de plastico
que sirve para la fabricacion de mdédulos de chip (2) y sobre el que es aplicada una metalizacion base (201, 202)
para una pluralidad de médulos de chip, es introducido en un bafio galvanico y son formadas las diferentes zonas
superficiales (20*, 20**) mediante separacion galvanica con ayuda de recubrimiento selectivo (pasivacion), en el que
en una primera etapa es aplicada por separacion galvanica sobre toda la superficie de la metalizacion base (201,
202) una primera capa de metal o aleacion de metal con propiedades de reflexiéon y absorcion de la luz definidas, en
una segunda etapa es aplicada galvanicamente por toda la superficie o solo por una zona parcial de la primera capa
de metal o aleacion de metal una segunda capa de metal o aleacién de metal con propiedades de reflexion y
absorcién de la luz que difieren de las de la primera capa y en una tercera etapa la segunda capa metalica o de
aleacion de metal es eliminada localmente por un proceso electroquimico, de manera que es visible la primera capa
de metal o aleacion de metal situada por debajo.

2. Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado por que la metalizacién base (201, 202) esta formada por
una capa de cobre y una capa de niquel dispuesta sobre ella.
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